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Electrochemical micromachining (ECM) processes use anodic dissolution of metals to remove workpiece materials. ECM

processes including electrochemical milling and drilling, wire electrochemical machining and electrochemical etching offer a

better alternative in manufacturing complex features and nano-pattern surface. Electrochemical discharge machining

(ECDM) uses high temperature of electrochemical spark, which is suitable process for micro machining of hard brittle and

non-conductive materials such as glass and ceramic. In this paper, the state of the art in electrochemical micro machining

technologies was reviewed. Also, some hybrid machining methods are introduced.
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1. 서론

최근 전기, 기계 부품의 초정밀, 고성능화에 따라 여러가지 재

료에 대한 미세 가공 수요가 증가하고 있으며, 이를 충족시키기

위해 정밀 기계적 가공뿐만 아니라 초음파가공, 레이저가공, 방전

가공, 전해가공 등 다양한 가공기술이 연구되고 있다.

기계적 가공은 높은 형상정밀도, 고속가공 등의 장점을 갖지만

절삭력에 의한 공구 소형화의 어려움, 공구 마모 등의 한계가 있

다. 레이저가공은 일반적으로 빠른 가공 속도로 다양한 재료를 가

공할 수 있지만 낮은 형상 정밀도, 높은 열에 의한 가공물의 변형

등의 단점이 있다. 방전가공은 도전성의 재료를 경도에 무관하게

가공할 수 있다는 장점이 있지만 상대적으로 느린 가공속도와 전

극마모가 심하다는 단점이 있다. 기계가공, 레이저 가공, 방전 가

공 등 각기 다른 재료 제거 메커니즘을 갖고 있으며 서로 상호 보

완적인 특징을 갖고 있다.

전기화학가공 또한 재료 제거를 위해 전기화학반응을 이용한

가공법이다. 전해액 속에 금속재료를 넣고 전류나 전압을 인가하

면 전해액과 금속 사이에 화학 반응이 일어나고 이러한 금속 재

료의 전해(Electrochemical Dissolution) 반응을 원하는 영역에 국

부적으로 일어나게 함으로써 원하는 형상을 가공할 수 있다. 또한

화학반응을 적절히 조절하면 금속 표면에 높은 전기화학적 스파

크이 발생되어 이를 이용하면 비전도성 재료도 가공할 수 있다.

전기화학가공(Electrochemical Machining)은 전해밀링, 전해드

릴링, 와이어전해가공, 전해에칭, 전해방전가공, 산화응용가공 등

다양한 기술을 포함하고 있으며 본 논문에서는 다양한 전기화학

가공(Electrochemical Machining)기술의 최근 연구 동향을 소개

하고자 하며 특히 마이크로 가공 분야에 그 초점을 두었다. 

2. 전해가공(Electrochemical Machining)

전해가공은 금속 재료의 전해반응을 이용한 가공으로서, 금속의
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경도나 강도 등 기계적 성질에 무관하게 가공이 가능하고 가공물

에 열변형, 잔류응력, 버 등이 발생하지 않아 표면 품질이 우수하

고 정밀한 미세 형상 가공에 적합하다. 화학가공(Chemical

Machining)과 비교할 때 큰 차이점은 전해 가공에서는 전압이나

전류를 인가한다는 것이다. 마이크로 전해가공에서는 전압(또는

전류) 조절을 통해 화학반응을 제어함으로써 가공 정밀도를 향상

시킬 수 있는 장점이 있다. 하지만 가공 영역 전반에 균일한 전류

밀도를 갖도록 신경써야 하고, 반응 전류는 전극의 위치나 모양에

도 영향을 받기 때문에 이에 대한 고려가 있어야 한다.

2.1 전해가공 원리 및 장치 구성

전해가공은 국부적으로 전기화학반응을 집중시켜 양극(Anodic)

이 연결되어 있는 가공물의 이온이 전해액으로 용해(Anodic

Dissolution)되는 현상을 이용하는 가공법이다.

일반적으로 양극성의 가공물과 음극성의 공구가 전해액에 담

가진 상태에서 전원을 공급하면 각각의 전극 표면과 전해액 사이

에서 화학반응이 일어난다. 이 때 전해액은 양극 용해가 일어나기

용이한 수용액이 사용되며 대표적으로 염화나트륨(NaCl), 질산나

트륨(NaNo3) 수용액이 이용되지만, 가공물 종류에 따라서 염산

(HCl), 불산(HF), 황산(H2SO4)용액 등이 사용될 수 있다. 특히 스

테인리스 강의 마이크로 전해 가공에서는 황산, 불산, 염산의 강

한 산성용액이 많이 사용된다. 전해액의 농도는 높을수록 가공속

도가 증가하지만 그만큼 공구와 가공물 사이의 간극이 커져 가공

정밀도가 떨어진다. 미세 가공에서는 전해액의 순환도 중요하며

전해 반응 시 발생하는 기포가 가공을 방해하기도 하기 때문에

진동을 부가하여 전해액의 순환을 돕고 기포를 제거하려는 연구

가 있다. 다만 가공량이 많은 경우 전해액 자체를 순환시켜 새로

운 용액을 공급할 필요도 있다. 공구와 가공물 사이에 인가하는

전압 또는 전류는 가공물의 용해 속도를 증가시키는 역할을 하며

전압이 높고 전류 밀도가 높을수록 반응이 빠르게 일어난다. 이

또한 반응이 빠른 만큼 가공 정밀도가 떨어지므로 적절한 조건

선정이 필요하다. 미세 형상 가공에서는 가공 정밀도를 높이기 위

해 펄스 형태의 전압을 인가하며 서브 마이크로 미터의 가공 정

밀도를 얻기 위해 수 ns에서 수십 ns 폭의 펄스전압을 인가하기

도 한다. 한편 음극성의 공구에서는 환원반응이 일어나며 수소기

체가 발생한다. 양극에서 발생하는 용출 현상이 없기 때문에 공구

는 이론적으로 마모가 되지 않는다. 공구 재료는 화학적 안정성이

높은 금속재료가 유리하며, 미세 가공에서는 백금, 텅스텐, 스테

인리스 강, 초경합금 등이 공구 재료로 많이 쓰인다. 백금은 화학

적으로 매우 안정적이며 지름 수 마이크로의 와이어 형태로 얻을

수 있기 때문에 10 µm 전후의 미세 홈 등의 형상 가공에 유리하

다. 텅스텐도 수 마이크로 미터의 와이어나 핀 형태로 사용되며

특히 텅스텐은 전해 에칭을 통해 끝반경이 서브 마이크로의 바늘

모양으로 가공가능하여 나노 크기의 형상 가공에도 이용될 수 있

다. 미세 가공을 위한 미세 공구는 공구의 강성이 필요하며 그런

이유로 텅스텐, 초경합금, 스테인리스 강이 미세 전해 가공의 공

구재료로 이용된다. 이들 공구는 많은 경우 와이어 방전가공, 전해

에칭 방법으로 제작된다. 

Fig. 1은 전해가공 시스템의 개략도이다. 전해가공 장치의 기본

구성은 공구, 가공물, 전해액, 전원공급장치이다. 전원공급장치로

부터 직류 전압이나 펄스 전압이 공급되며, 음극은 공구에 연결되

고 양극은 공작물에 연결된다. 전해액에 공구와 공작물을 담근 상

태로 가공하거나 가공 영역에 전해액을 뿌려주는 방식이 사용되

며 가공물 재료에 따라 적절한 전해액을 사용한다. 공구 형상과

이송 방법에 따라 전해 드릴링, 밀링, 와이어 전해가공 등으로 나

눌 수 있다.

2.2 전해밀링(Electrochemical Milling)

전해밀링은 공구를 적절한 경로로 이송시켜 원하는 형상을 가

공하는 방법이며, 가공하고하는 영역 외에서 발생하는 전해반응

(Stray Corrosion)을 억제 시킴으로써 형상정밀도를 높이기 위한

연구가 이루어지고 있다.

Chen et al.1은 전해 밀링으로 미세 채널을 가공할 때 형상정밀

도를 향상시키기 위해 이중 전해액 분사 시스템을 이용했다. 한

방향으로만 전해액을 분사하는 방식은 편향된 전해액의 흐름 때

문에 채널과 같은 가공 형상 옆벽의 형상정밀도가 낮아지는 문제

가 있다. 이를 해결하기 위해 양방향에서 전해액을 분사함으로써

채널 옆벽의 형상정밀도가 향상되었으며, Fig. 2와 같이 수직에

가까운 옆벽 가공이 가능했다.

Zeng et al.2은 방전가공과 전해가공을 이용한 미세 형상 가공

에 대해 연구하였다. 방전 표면은 재응고층(Recast Layer)에 의해

Fig. 1 Schematic diagram of ECM system

Fig. 2 Micro groove-array fabricated by micro ECM1 (Workpiece:

304 stainless steel, Electrolyte: H2SO4) (Adapted from Ref. 1

on the basis of open access)
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형상 정밀도 및 표면 품질이 떨어지지만 재응고층을 전해가공으

로 제거함으로써 표면거칠기를 Ra 0.707 μm에서 Ra 0.143 μm으

로 감소시키고 형상정밀도를 향상시켰다.

Ghoshal et al.3은 채널 형상을 제어하기 위해 공구 형상, 전해

액 농도, 진동 부가에 따른 영향에 대해 연구하였다. 역테이퍼

(Reverse Taper) 공구를 사용하여 채널 옆면의 경사를 2도까지 감

소시켰으며, 적절한 전해액 농도 조건과 진동 부가에 의해 표면

거칠기 Ra 0.02 μm 의 가공 면을 얻었다.

2.3 와이어 전해가공(Wire Electrochemical Machining)

와이어 전해가공은 미세한 와이어를 이용하여 특수한 형상을

쉽게 가공할 수 있는 장점이 있지만 높은 형상정밀도를 얻기 위

해서는 와이어와 가공물 사이의 화학적 반응이 균일하고 안정적

으로 일어날 수 있도록 해야 한다. 미세한 와이어를 사용하는 경

우 와이어 주변의 전해액에서 국부적으로 이온이 감소하여 균일

하고 안정적인 화학반응을 얻기 힘들어진다. 이를 해결하기 위해

Zeng et al.4은 와이어 전해가공에서 와이어 전극의 진동, 전해액

순환(Flushing) 및 와이어 이송 속도가 가공에 미치는 영향에 대

해 연구했다. 이와 같은 기술은 전극과 가공물 사이의 전해액 순

환에 영향을 미치며 가공 안정성, 가공 속도, 가공 품질 등을 향상

시켰다.

Fang et al.5은 와이어에 진동을 부가하는 방법을 이용하였다.

0.5-7.5 mm의 비교적 큰 진폭을 적용했으며, 와이어의 진동 진폭

이 커질수록 공구와 가공물 사이의 기포가 효과적으로 제거되어

가공 속도가 증가하는 결과를 보였다. 또한, Fang et al.6은 다중

와이어 전극과 초단펄스를 이용한 연구도 수행했다. 3개의 와이

어전극을 이용해 Fig. 3과 같은 형상을 두께 100 μm 스테인리스

강에 가공했다.

2.4 전해드릴링(Electrochemical Drilling)

크기가 작고 깊은 구멍 가공에서는 가공 깊이가 깊어질수록

자연적으로 전해액이 순환되기 어렵기 때문에 가공 효율이 떨어

지는 문제가 있다. 또한, 전해가공의 특성상 화학반응이 용이한

구멍의 입구가 출구보다 크게 가공되는 문제도 있다. 

Koyano et al.7는 다공성의 전극을 이용하여 가공 형상 및 가공

효율을 향상시키기 위한 연구를 수행했다. 레이저 소결 기술을 이

용하여 다공성 전극을 제작하고 공구의 미세한 구멍을 통해 전해

액을 공급하는 방식을 이용했다. 다공성의 전극을 사용함으로써

가공 속도를 증가시키고 평평한 바닥면을 갖는 구멍을 가공했다.

Koyano et al.8는 다른 연구에서 공구 끝부분에서는 전해 반응이

일어나도록 초단펄스를 적용하였다. 이를 이용하여 스테인리스강

에 지름 55 μm, 깊이 54 μm의 구멍을 가공했다. 인가 전압 조건,

펄스 조건, 이송 속도가 미치는 영향을 분석하고 날카로운 모서리

와 수직벽을 갖는 구멍을 가공했다.

전해 드릴링에서는 원활한 전해액 공급을 위해 구멍이 뚫려있

는 공구를 통해 전해액을 공급하는 방식을 사용한다. 하지만 이

때 구멍을 통해 나온 전해액이 난류를 만들어 가공을 불안정하게

만드는 요인이 된다. Zhu et al.9는 이런 문제를 해결하기 위해 공

구의 옆면이 절연된 공구를 사용함과 동시에 공구를 통해 전해액

을 토출하는 방식이 아니라 전해액을 빨아들이는 추출 방식을 이

용했다. 동일한 조건에서 전해액을 토출하는 방식보다는 추출하

는 방식이 가공안정성면에서 더 좋은 결과를 보였다. 또한, Zhu

et al.10는 전해연삭 복합 가공을 이용한 스테인리스강의 구멍 가

공에 대해 연구하기도 했다. 다이아몬드 입자가 코팅된 공구를 사

용하였으며 공구회전속도, 전압, 공구이송속도가 가공 형상에 미

치는 영향을 분석해 최적조건을 제시하고, 버가 없고 날카로운 모

서리를 갖는 구멍을 가공했다.

2.5 전해가공을 이용한 마이크로 핀 제작

전해가공은 미세 형상 외에 고정밀, 고세장비의 마이크로 핀

제작도 가능하다.

Fan et al.11은 전해가공을 이용해 텅스텐 마이크로핀을 제작

Fig. 3 Tree-Like microstructure array machined in MWECMM with

three wire electrodes6 (Workpiece: 304 stainless steel,

Electrolyte: H2SO4) (Adapted from Ref. 6 on the basis of

open access)

Fig. 4 (a) Micro pin (Dia.: 6 µm Length: 3 mm Material: tungsten)

and (b) spherical stylus tip (Dia. sphere: 15 µm Length: 3

mm Material: tungsten) fabricated by ECM and EDM13

(Electrolyte: NaOH) (Adapted from Ref. 13 on the basis of

open access)
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했다. 전해가공 변수로서 인가 전압, 펄스 주기, Duty Factor, 온

도가 가공에 미치는 영향을 분석하고, 지름 100 μm 고세장비의

마이크로핀을 제작해서 전해드릴링에 사용했다.

Han et al.12은 중성전해액과 초단펄스를 적용하여 고세장비의

미세 텅스텐 마이크로핀을 제작했다. 전해액 농도, 공구 이송 속

도, 펄스 전압, 펄스 폭이 가공에 미치는 영향을 분석하였으며, 직

경 7.1 μm, 세장비 14의 마이크로핀을 제작했다.

Wang et al.13은 다양한 형상의 미세 핀 가공을 위해 방전 가공

으로 형상을 가공한 뒤, 전해가공으로 마무리 가공을 수행하였다.

Fig. 4는 방전 전해 복합 공정을 이용해 지름 6 μm 마이크로핀과

지름 15 μm의 팁을 갖는 스타일러스(Stylus)를 가공한 예이다.

3. 전해에칭(Electro Chemical Etching)

3.1 전해에칭을 이용한 미세형상 가공

전해에칭은 대면적 가공에 적합한 가공법으로서 선택적인 가

공을 위해 가공물 표면에 마스크가 필요하며, 가공 효율을 향상시

키기 위해 다양한 마스킹 기술을 이용한 연구가 이루어지고 있다.

Jain et al.14은 전해 반응을 가공하고자 하는 영역에 집중시키

기 위해 마스크를 이용했다. 마스크는 두께 50 μm의 투명한 시트

를 사용했으며 레이저를 이용하여 제작했다. 마스크를 가공물 표

면에 올려 놓고 전해 가공을 함으로써 형상정밀도를 향상시켰으

며, 아크, 화살표, 갈지자형과 같은 다양한 형상을 쉽게 가공할 수

있었다.

Lei et al.15는 Photo-Assisted 전해에칭을 이용한 실리콘의

Wall Array 가공에 대해 연구했다. 전해액으로는 불산을 사용했

으며 인가 전압, 전류 밀도가 미치는 영향에 대해 연구했다. 적절

한 조건 선정을 통해 Fig. 5와 같이 폭 5.6 μm, 깊이 55 μm의

Wall Array를 가공했다.

Kikuchi et al.16는 아노다이징, 레이저, 전해에칭 공정을 이용

해 알루미늄에 미세 형상을 가공했다. 아노다이징 공정에 의해 알

루미늄 표면에 형성된 산화막을 레이저로 제거한 후, 전해에칭 공

정을 수행했으며, 폭 60 μm, 깊이 25 μm의 채널을 포함하는 마이

크로 챔버를 제작했다.

Shin et al.17은 레이저를 이용해 마스크가 필요없는 전해에칭

공정을 개발하였다. 먼저 스테인리스 강 표면에 레이저를 조사함

으로써 금속 표면에 산화층을 형성하고 이 산화층은 상대적으로

전해반응이 더디게 만들기 때문에 결국 마스크와 같은 역할을 하

게 된다. 이 방법은 기존의 마스크를 도포하는 공정이 필요 없고

선택적 마스킹(산화층 형성)이 가능하기 때문에 다단 구조물 가

공도 가능하다.

그 밖에도 에칭률(Etching Rate)을 향상시키거나 깊은 형상을

가공하기 위한 연구도 이루어지고 있다.

Huang et al.18은 Metal-Assisted 전해에칭을 이용해 실리콘에

나노구조물을 가공했다. 은(Ag)과 구리(Cu)와 같은 금속은 전해

반응을 촉진시키기 때문에 더 빠른 가공이 가능해진다.

Long et al.19은 에칭율을 향상시키기 위해 엑시머 레이저

(Excimer Laser) 전해에칭을 이용했다. 전해에칭과 레이저에칭의

에칭율을 비교 연구했으며, 동일한 시간 동안 가공 깊이가 대폭

향상되는 결과를 보였다.

3.2 전해에칭을 이용한 표면 가공

전해에칭을 특정 재료에 적용하면, 재료 표면에 나노 단위의

다공성 표면을 만드는 것이 가능하다. 이러한 다공성 표면을 통해

투과율이나 반사율과 같은 재료의 광학 특성을 제어할 수 있어,

이에 대한 연구가 이루어 지고 있다.

Al-Heuseen et al.20은 UV-Assisted 전해에칭을 이용해 질화갈

륨(GaN)의 발광량(Photoluminescence)을 향상시켰다. 전류 밀도

의 변화에 따라 구멍의 크기 및 형상이 달라졌으며 전류 밀도가

증가할수록 발광량이 증가하는 결과를 보였다.

Lv et al.21은 실리콘 웨이퍼에 Fig. 6과 같이 다공성 피라미드

(Porous-Pyramid) 패턴 표면을 만들어 반사율(Reflectance)을 감

소시켰다. 일반적인 피라미드 패턴에 비해 다공성 피라미드 패턴

의 반사율이 대폭 감소하는 결과를 보였다. 이는 빛을 더 잘 흡수

할 수 있음을 의미하며 이를 이용해 태양전지의 효율을 향상시킬

수 있다.

Garralage Rojas et al.22는 전해에칭으로 게르마늄 웨이퍼에 이

중층(Double Layer) 다공성표면을 만들었다. 이중층 구조를 만들기

Fig. 5 Micro wall array fabricated by photo-assisted electrochemical

etching15 (Silicon wafer) (Adapted from Ref. 15 on the basis

of open access)

Fig. 6 Porous-Pyramids structure fabricated by electrochemical

etching21 (Adapted from Ref. 21 on the basis of open access)
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위해서 양극과 음극을 바꾸는 방법을 이용하였다. 다공성은 전류

밀도와 전해액 농도에 의해 결정되며 각 층의 조건을 다르게 적

용함으로써 서로 다른 다공성을 갖는 이중층 구조를 만들 수 있

다.

4. 전해방전가공(Electrochemical Discharge Machining)

4.1 ECDM 원리 및 장치구성 

전해방전가공(Electrochemical Discharge Machining, ECDM)

은 유리와 같은 비전도체 가공에 효과적인 공정이다. 전해방전

(Electrochemical Discharge)은 전해액에 담겨있는 전극에 적절한

전압을 인가했을 때 전극 주위에서 스파크를 발생하는 현상이다.

이 때 전극 주위에 발생한 수소 기체가 막을 형성하게 되는데, 이

막이 절연막의 역할을 하게 되어 방전을 유도하게 된다. 일정 전

압 이상으로 인가 전압이 높아지면 절연막이 파괴되면서 전극 주

위로 높은 열에너지를 가진 스파크를 발생시킨다. 이 때 스파크의

열에너지가 유리 표면을 일부 녹이면서 가공이 진행된다. 방전가

공과 유사하게 공구가 재료에 접촉하지 않기 때문에 전극 마모가

거의 발생하지 않는 장점이 있다. 또한 전해방전가공 공정은 전극

의 크기, 형상을 제어함으로써 다양한 3차원 구조물 제작이 가능

하다는 점에서 유리 미세가공 공정으로써 많은 연구가 진행되고

있다.23-25

일반적으로 전해방전가공 장치는 방전가공시스템과 유사하다.

Fig. 7은 일반적으로 알려져 있는 전해방전가공 실험 장치의 개략

도이다. 전해방전가공 장치는 일반적인 3축 가공시스템과 유사하

지만, 전해액 수조가 있어 가공물을 전해액에 담그고 가공을 진행

하게 된다. 스핀들에는 음전극을 연결하기 위해 전압을 인가할 수

있는 브러시와 같은 구조를 장착한다. 음전극은 주로 초경 합금

(WC-Co Alloy), 황동(Brass) 등을 사용하며 전해액은 KOH 또는

NaOH를 주로 사용한다. 카운터 전극(Counter Electrode)은 양극

으로 화학반응에 안정적인 백금(Platinum)을 주로 사용한다.

4.2 전해방전가공 연구동향 

전해방전가공의 가공 효율을 높이기 위한 연구가 활발히 진행

되고 있다. 공정최적화를 통해 가공 효율을 높이는 연구는 지속적

으로 발표되고 있으며, 최근에는 취성 및 내열성이 높아 가공이

어려운 석영(Quartz) 가공에도 공정 최적화를 통해 미세구조를

성공적으로 제작하는 등 전해방전가공 응용 연구가 활발히 진행

되고 있다(Fig. 8).26 본 논문에서는 전해방전가공의 다양한 연구

중 가공 효율 및 형상 정밀도 향상을 위한 연구와 다른 기계가공

과의 융합 연구를 주로 소개하고자 한다. 전해방전가공의 가공 효

율 향상을 위해서 전극 형상, 전해액의 종류 등이 미치는 영향을

비교한 사례가 있다.

전해방전가공에서 전극 형상은 전해방전이 발생하는 임계 전

압과 밀접한 관계가 있어 가공 효과를 높이기 위한 다양한 전극

연구가 발표되었다. Yang et al.27은 홀 가공에서 형상정밀도를

높이기 위해 구형 전극(Spherical Tool Electrode)을 제안하였다.

원통형 전극(Cylindrical Electrode)을 사용하면 가공 깊이가 증가

함에 따라 가공 시간과 직경이 증가하는 문제가 있다. 이를 개선

하기 위해서 위 연구에서는 끝이 구형인 전극을 사용하였다. 전극

직경이 감소함에 따라 방전 스파크는 끝 단의 구 형상에 집중되

어 가공 깊이가 깊어지더라도 전극 상단에서 발생하는 스파크 빈

도를 감소시켜 형상 정밀도를 높일 수 있다. 이를 이용하여 일반

원기둥 형태의 전극에 비해 가공 홀의 직경이 65% 작아져 형상

정밀도가 높아졌으며, 가공 시간 또한 83% 감소하는 효과가 있었

다. Tang et al.28은 옆면 에서의 스파크 발생을 억제하기 위해 고

안된 절연공구가 완벽한 절연막의 역할을 못하는 한계를 보완하

기 위해 얇은 다이아몬드 막으로 완벽하게 절연된 공구를 제안하

였다. 제안한 공구를 이용하여 목표 직경에 비해 넓은 직경의 홀

이 가공되는 현상을 감소시킬 수 있음을 실험적으로 확인했다. 하

지만 옆면 에서의 스파크 방전이 억제됨에 따라 가공 속도는 현

저히 느려지는 단점이 있다.

전극 옆면에서의 방전을 이용하여 가공 효율을 높이는 연구도

Fig. 7 Experimental system for the micro ECDM26 (Adapted from

Ref. 26 with permission)

Fig. 8 Micro column and grooves machined on quartz (30 V pulse

voltage, 10 V offset voltage, 0.5 ms pulse on-time, 0.5 ms

pulse off-time)26 (Adapted from Ref. 26 with permission)
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진행되고 있다. Han et al.29은 전극 표면을 거칠게 제작한 전극

(Surface Textured Tool)을 사용하여 가공 효율을 높였다. 사용된

공구는 방전가공을 이용하여 표면 거칠기(R
a) 1.5 µm 수준의 거

친 면을 전극 표면에 구현한 것이다. 전해방전이 안정적으로 발생

하는 임계 전압을 비교했을 때 표면 거칠기(R
a
) 0.1 mm 수준의

매끄러운 공구에 비해 거친표면을 갖는 공구가 낮은 전압에서도

안정적인 방전이 가능함을 확인했다. 또한, 소다라임 유리(Soda-

Lime Glass)의 2D 가공 실험을 통해 표면이 거친 공구를 이용했

을 때, 표면이 매끄러운 공구를 사용한 결과에 비해 표면거칠기가

크게 개선되는 효과를 확인했다. 또한, 2D FEM 시뮬레이션을 이

용하여 공구 표면의 미세 돌출부에 전기장이 집중되는 것을 확인

했다.30 일반 전극은 전극 끝 단에 전기장이 집중되어 주로 스파

크가 발생하는데 비해 표면이 거친 공구에서는 전극 표면에서 고

르게 스파크가 발생함을 실험적으로도 확인할 수 있었다. Han et

al.은 이를 이용해 1 : 4의 고세장비를 갖는 미세 홈을 가공하였으

며, 홈 격벽의 각도 또한 3o 이내로 기존 전극에 비해 형상 정밀

도를 높일 수 있었다.

또 다른 연구들로는 전해방전이 낮은 전압에서 발생할 수 있도

록 하기 위해서 수소 기체 절연막을 얇게 하는 시도들이 있다.

Jiang et al.31은 전해방전가공에서 수소 기체 절연막 형성의 수학

적 모델을 제시하고 실험을 통해 검증하는 연구를 진행하였다. 모

델을 통해 전해질의 농도나 표면 장력이 수소 기체 절연막 두께

에 영향을 줌을 확인하였고, 수소 기체가 얇게 형성될수록 임계

전압과 통전 전류가 낮아져 방전이 쉽게 발생하는 것을 확인했다.

뿐만 아니라 임계 전압과 통전 전류 감소로 스파크의 과도한 열

에너지로 인한 오버컷(Over-Cut) 현상을 줄일 수 있다는 결과를

알아냈다. 얇은 수소 기체 절연막을 형성하기 위한 방법으로 전해

액에 계면활성제를 혼합하여 표면장력을 작게 만드는 연구가 있

다(Fig. 9).32,33 Sabahi et al.32은 계면활성제의 종류와 농도를 달

리하면서 미세 채널을 가공하였으며 혼합전해액을 사용함으로써

열변형부(Heat Affected Zone, HAZ)가 감소함을 실험적으로 확

인하였다. Laio et al.33도 전해방전 드릴링에 계면활성제를 혼합

하여 가공 속도를 높이고 구멍의 테이퍼가 작아지는 효과를 구현

했으나, 구멍의 직경이 커지는 단점이 있었다. 

Hajian et al.34은 전해방전 공정 중에 전극 주변에 자기장을

인가함으로써 수소 기체의 움직임을 조절하는 방법을 제안하였다.

자기장의 방향, 세기 그리고 전해액의 농도에 의해 수소 기체의

이동성을 변화시키면서 가공 깊이와 표면거칠기를 평가하였다.

자기장을 인가함으로써 표면거칠기의 개선 및 가공 깊이 향상이

가능함을 확인했다.

ECDM과 다른 기계 가공과 융합하는 연구도 활발히 진행되고

있다. Cao et al.35은 전해방전가공과 미세 연삭을 결합하여 전해

방전가공에 비해 가공 시간을 단축하고 높은 표면 품질를 구현하

였다. 스파크 열에너지가 유리 표면을 유화시켜 쉽게 가공되는 특

징을 이용하였다. 위 논문에서는 전해방전가공과 연삭의 복합 가

공을 이용하여 크랙 없이 유리 가공이 가능함을 실험적으로 확인

하였다. Razfar et al.36은 전극에 진동을 가해 가공 효율이 높아지

는 효과를 발표하였다. 원기둥 형태의 전극에 진동을 가해 재료

제거율과 가공 깊이가 증가함을 보였다. 하지만 고주파수(400 Hz

이상)의 진동을 가할 경우 수소 기체 절연막이 파괴되어 전해방

전 효과가 감소하면서 가공 효율이 악화된다. 전해방전가공 공정

을 선반 가공에 적용한 연구도 있다.

Fig. 9 The air bubble linking modus with and without the

surfactant33 (Adapted from Ref. 33 on the basis of open

access)

Fig. 10 Micro structures machined by (a,c) ECDM and (b,d) then

ground by a PCD tool35 (Adapted from Ref. 35 with

permission)

Fig. 11 Result of machining of piezoelectric ceramic36 (Adapted

from Ref. 36 on the basis of open access)
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Furutani et al.37은 선반 형태의 전해방전가공 장치를 가속도

센서에 필요한 봉 형태의 PZT 가공에 활용하였다. 회전하는 PZT

봉에 전극을 일정 압력으로 접촉시키면서 가공했으며, 그 결과

Fig. 11과 같이 직경 3 mm 이내의 미세 홈을 가공할 수 있었다.

이 외에도 가공 깊이 한계를 극복하기 위해서 와이어를 전극으

로 활용하는 연구가 진행되고 있다. Jain et al.38은 이송 와이어

(Traveling Wire, TW) 방식을 전해방전가공에 적용하여 재료 제

거율 및 오버컷 등의 가공 효율을 실험적으로 비교하였다. Bhuyan

et al.39은 전해방전가공 중 와이어의 움직임이 스파크 열 에너지

를 감소시켜 와이어의 끊어짐을 억제하는데 효과가 있음을 실험

적으로 확인했다. Peng et al.40은 TW-ECDM을 유리 절단 공정에

적용하는 연구를 발표했다. Kuo et al.41은 KOH 전해액이 물방울

형태로 천천히 떨어지고 있는 상태(Titrated Flow)에서 WECDM

(Wire Electrochemical Discharge Machining)을 통해 석영을 가

공하는 방법에 대한 연구를 진행하였다. 전극과 와이어가 한 방울

안에 있을 때, 방울 속에서는 소용돌이가 형성되어 칩과 전해질의

Resultants를 제거하게 된다. 전해액은 지속적으로 흐르기 때문에

전해액 방울의 농도는 언제나 일정하고, 가스막으로 인한 절연 효

과 또한 보장될 수 있다. 가공 과정에서 기존보다 더 적은 양의

전해액이 소모되고, 비용절감 또한 가능하였다. 최근 와이어 전극

을 이용한 방해방전가공 공정의 가공 효율을 높이기 위해서 연삭

공정과 결합하는 연구도 활발히 진행되고 있다. Yang et al.42은

SiC를 혼합한 전해액을 이용하여 와이어 전해방전 공정을 구현했

으며, 실험결과 전해방전의 열에 의해 국부적으로 용융된 표면을

연삭으로 제거함으로써 미세 크랙을 줄이고 표면거칠기를 개선하

는 효과가 있음을 확인했다.

5. 전기화학적 복합가공 

5.1 전기화학적 산화 보조 가공(Electrochemical Oxidation

Assisted Machining) 

5.1.1 전기화학적 산화 보조 가공의 원리

전기화학적 산화 보조 가공은 글래시카본(Glassy Carbon, GC)

과 같은 고경도 전도성 소재의 미세가공을 위해 제안되었다. 전기

화학적 산화반응을 이용해 가공물의 표면을 유화시킴과 동시에

기계적인 가공을 인가하는 복합 가공 공정이다. Fig. 12는 전기화

학적 산화 응용 가공 메커니즘이다. 재료에 전압을 인가하기 되면

표면에 산화막이 생성된다. 공구에 의한 기계 가공이 시작되면 산

화막이 제거되면서 새로운 재료 표면이 전해질에 노출되게 된다.

노출된 재료는 인가 전압에 의해 다시 산화반응을 일으키게 되며,

산화-제거-재산화의 반복 공정으로 가공이 진행된다. 이러한 전기

화학적 산화 및 기계적 재료 제거의 반복 메커니즘은 Jang et

al.43에 의해 자기유변유체 연마 공정에 적용하여 글래시카본 금

형 표면 연마에 활용되었다. Lee et al.44은 복합 가공 메커니즘을

3축 밀링 가공시스템에 적용하여 글래시카본 미세 가공 연구를

수행하였다. 

5.1.2 전기화학적 산화 보조 가공 시스템

전기화학적 산화 보조 가공 장치는 전기화학적 산화 반응을 인

가하기 위해 수조 형태의 가공물 고정 방식을 고안하였다. Fig.

13과 같이 X-Y 스테이지 위에 수조를 설치하고, 시편 표면만 전

해질에 노출될 수 있게 하였다. 전압 인가 및 가공 중 전류 측정

은 일정전위기(Potentiostat)를 이용하였으며, 정확한 전압 인가

및 전류 측정을 위해 3전극 방식을 사용하였다. 공구의 부식을 방

지하기 위해 세라믹 소재인 지르코니아(ZrO2)를 공구 형태로 제

작하여 가공에 사용하였다.

5.1.3 전기화학적 산화 보조 가공 연구동향

전기화학적 산화 보조 가공의 복합 가공 메커니즘은 두 가지

공정에 적용되었다. 먼저 Jang et al.43은 자기유변유체 연마 공정

Fig. 12 Electrochemical oxidation assisted micromachining

processes: (a) formation of oxide layer before machining,

(b) removal of GC substrate with its oxide layer, (c)

regeneration of oxide layer and (d) machining of GC

workpiece by the repetition of the (b) and (c)44 (Adapted

from Ref. 44 with permission)

Fig. 13 Experimental setup for electrochemical oxidation assisted

machining46 (Adapted from Ref. 46 with permission)
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제안한 복합 가공 메커니즘을 융합하여 나노미터급 표면거칠기를

갖는 글래시카본 미세 구조를 제작하였다. 글래시카본의 높은 취

성으로 인해 기계가공 후 크랙이 발생하기 때문에 연마 공정이

반드시 필요하다. 저자는 자기유변유체 연마 공정의 낮은 연삭력

으로 고경도 글래시카본을 연마하기 위해 전기화학적 산화반응을

융합하였고, 그 결과 Ra 11 nm 수준의 표면거칠기를 갖는 구조물

을 제작할 수 있었다. 

Jang et al.45은 전기화학적 산화와 기계적 마모의 복합 가공 메

커니즘을 실험적으로 분석하였다. 제안한 전기화학 산화 응용 연

마 공정을 모사하기 위해 Tibocorrosion Test 장비 종류 중

Block-on-Ring 시스템을 설계하였다. 지르코니아 링(Zriconia

Ring)의 회전에 의해GC 산화막이 제거됨에 따라 측정되는 전류

및 임피던스(Impedance)를 분석하여 공정 메커니즘을 Fig. 14와

같이 설명하였다. 또한, 위 연구에서 인가 전압과 수직 하중을 조

절함으로써 재료 제거량을 비교하였다.

Lee et al.44은 전기화학적 산화 반응을 3축 밀링 공정에 적용하

여 후처리 없이 나노미터급 표면거칠기를 갖는 3차원 구조물 제

작이 가능한 공정을 제안하였다. 3축 밀링 공정에 전기화학 산화

반응을 응용하여 글래시카본 미세 가공에 적용하였다. 실험을 통

해 제안한 공정의 적정 인가 전압과 수직 하중을 도출하였으며,

적정 가공 조건을 이용하여 나노미터급 표면거칠기를 갖는 미세

홈을 가공할 수 있었다(Fig. 15).

Nam et al.46은 산화응용가공에 의해 취성 재료의 Critical Chip

Fig. 14 Electrochemical impedance spectra before and during

tribocorrosional experiment: (a) measured data shown in

Nyquist diagrams; (b) equivalent circuit model and sketches

of the oxidized surfaces with and without wear45 (Adapted

from Ref. 45 with permission)

Fig. 15 Line pattern machining result: (a) white light interferometer

image and (b) depth profile45 (Adapted from Ref. 45 with

permission)

Fig. 16 Two plots of chip thickness value; (a) 3D surface plot of the

chip thickness values using Eq. 2, (b) experimental result of

the effect of oxidation on the chip thickness (b) plot for

occurring ductile mode micromachining below the critical

chip thickness plane on the surface46 (Adapted from Ref. 46

with permission)
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Thickness가 달라짐을 실험적으로 확인하였다. 3축 밀링 공정에

산화반응을 응용한 공정에서 크랙 발생이 감소하는 효과에 대해

분석하기 위해 일반적인 취성 재료 가공 연구에서 다루는 Critical

Chip Thickness 분석을 진행하였다. Critical Chip Thickness는 취

성 재료의 기계적 가공 시 크랙이 발생하지 않는 공구의 최대 절

입량을 의미하는 것으로 재료의 물성 및 공정 변수의 영향을 받

는다. 저자는 GC의 Critical Chip Thickness를 이론적으로 계산하

였고, 전기화학 산화 반응의 적용에 따라 Critical Chip Thickness

가 증가함을 실험적으로 확인하였다. 그 결과, 전기화학적 산화를

통해 Cirtical Chip Thickness가 약 3배 증가함을 확인했다. 또한,

Critical Chip Thickness 분석을 바탕으로 GC의 전기화학적 산화

응용 가공에서 크랙이 생기지 않는 적정 절입량과 이송 속도를

선정하기 위한 관계그래프를 도출하였다(Fig. 16).

Nam et al.47은 전기화학 산화 속도에 따른 재료 제거량 변화를

실험적으로 확인했다. 전기화학적 산화 속도를 높이기 위해서 위

연구에서는 전해액의 수소이온농도(pH)를 달리하였다. 재료의 전

기화학적 거동을 분석하는 방법 중 하나인 분극 실험을 이용하여

전해질의 수소이온농도에 따라 GC 산화를 위한 인가 전압 조건

이 달라짐을 확인하였다. 이 분석을 통해 산성 전해액에서 고전압

환경에서도 산화막이 생성됨을 알 수 있었고, 그 실험 조건에서

가공시스템의 임피던스가 작아짐을 확인했다. 이로 인해 산화막

생성이 빨라졌을 것으로 예상하고 재료 제거량이 산성 전해액에

서 증가함을 실험적으로 확인하였다.

6. 결론

전기화학적 반응을 이용한 최신 미세 가공 기술에 대해 살펴보

았다. 전기화학가공은 금속의 양극 용출을 이용한 전해 가공과 전

기화학적 스파크를 이용하여 비전도성 재료를 가공할 수 있는 전

해방전가공, 전기화학반응과 기존 가공 기술을 접목한 복합 가공

으로 나눌 수 있다. 

전기화학적 가공은 다른 가공 기술보다 가공환경에 민감하여

전해액의 농도, 온도, 이온의 순환 등에 영향을 많이 받는다. 가공

물 재료에 따라 전해액의 종류도 달리 선정해야 하며 보통 전해

액은 부식을 유발하기 때문에 전해액 후처리에도 신경을 써야 한

다. 또한 인가 전압, 전류도 가공에 큰 영향을 끼치기 때문에 적절

한 가공 조건 선정이 중요하다.

하지만 전기화학적 가공은 다른 가공법에 비해 가공물 경도와

상관없이 가공이 가능하며 공구가 직접 가공물에 닿지 않아 공구

마모에 대한 우려가 적다. 원자단위로 금속이 제거되기 때문에 마

이크로미터에서 서브 마이크로 미터 크기의 형상까지도 가공 가

능하다. 기계적, 열적 잔류응력이 발생하지 않으며 동시에 대면적

가공이 가능하여 대량생산에 적용할 수 있다. 전해방전가공의 경

우 기존 가공법으로 어려운 유리의 미세 형상 가공도 가능하다. 

전기화학적 가공법은 유럽, 일본뿐만 아니라 중국에서 매우 많

은 연구가 되고 있으며 실제 생산에 적용하기 위한 가공 공정에

대한 연구가 주류를 이루고 있다. 전기화학적 반응의 복잡성으로

인해 현상의 명확한 규명이 매우 어렵지만 앞서 설명했듯이 다른

가공 기술에는 없는 장점이 많아 보다 많은 연구가 필요하다.
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